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Die neue ära 
hat BeGonnen.
Individuelle Funktionalität, 
einfache Handhabung, 
standardisierte Verarbeitung

seit der Markteinführung setzt die von häusermann entwickelte und 
mehrfach patentierte leiterplattentechnologie hsMtec als innovative 
und wirtschaftliche Basis für Produktentwicklungen fortwährend neue 
impulse in der modernen elektronik. 

als ideale lösung für kompakte einbauräume, Miniaturisierungen, 3D- 
und leD-anwendungen ist hsMtec heute nicht mehr wegzudenken. 
Denn die technologie erlaubt die realisierung komplexer und leis-
tungsstarker schaltungen auf kleinstem raum, optimale entwärmung 
und photometrische Flexibilität. 

Möglich wird dies durch die partielle integration großer kupferquer-
schnitte in die leiterplatte. Mittels ultraschallverbindungstechnik 
werden Drähte und Profi le mit den geätzten anschlussfl ächen der 
innen- und/oder außenlagen einer Multilayer leiterplatte verbunden. 
Dadurch entsteht eine 100 % stoffschlüssige Verbindung. hsMtec 
erhalten sie vom Prototypen bis zur Großserie.

technologische Perfektion, ausgefeilte Funktionalität und 
extrem hohe Qualität bilden die Voraussetzungen für eine 
unkomplizierte und hochwertige Verarbeitung mit stan-
dardisierten Prozessen. 

selbsttragende mehrdimensionale konstruktionen Gezielte Wärmeableitung von hot-spots hohe ströme in kombination mit steuerelektronik

auf Basis ihrer anforderungen individuell kombinierbar

Die Funktionen:



HSMtec – Potential für Ihren Vorsprung

• reduziert Gesamtkosten 
 (logistik, Beschaffung, Montage, Qualitätssicherung)
• preisgünstiger als alternativtechnologien
• erhöht die Zuverlässigkeit ihrer anwendung 
 (ersatz von kabeln und steckverbindungen)
• steigert den Wirkungsgrad von Bauteilen und systemen
• steigert die lebensdauer von leistungsbauteilen und systemen

• reduziert Volumen und Gewicht
• ermöglicht Designfreiheit und einfaches layout
• qualifi zierte, etablierte technologie 
 (von unabhängigen instituten geprüft)
• erweiterte Funktionalität bei minimalem Flächenbedarf
• standardisierte herstellung und Weiterverarbeitung

BeGeGnen sie Der ZukunFt 
Mit VorsPrunG. 

Universell einsetzbar in unzähligen Bereichen
wie z.B. Medizintechnik, Luftfahrt oder Industrieanwendungen

wie z.B. LED-Technik:
  • Außenbeleuchtung
  • Objektbeleuchtung
  • Designbeleuchtung
  • Industriebeleuchtung

wie z.B. Elektromobilität:
  • Hybridantrieb, Elektroantrieb
    • Energiespeicherung / - verteilung
  • Motorensteuerungen
  • Leistungsverstärker
  

wie z.B. Energiegewinnung:
  • Wechsel-/ Gleichrichter
  • Leistungsschaltungen
  • Steuerungen und Regelungen 
  für Photovoltaik, Wind- und 
  Wasserkraftanlagen



Anwendungsbeispiel 1:  

HSMtec revolutioniert 
die moderne LED-Technik

Funktionalität triFFt auF 
WirtschaFtlichkeit.

Der unübertroffene Vorteil von hsMtec liegt in der ausgefeilten Funk-
tionalität dieser technologie. in innovativen leD-anwendungen über-
nimmt eine hsMtec-Platine zugleich mehrere aufgaben, wie zum Beispiel 
• aufnahme der leDs über selbsttragende, aber flexible segmente 
sowie 
• Wärmeableitung und ansteuerung über Biegebereiche 

hsMtec ist die Grundlage für optisch attraktive lösungen sowie  
wirtschaftliche, weil vereinfachte Fertigungen durch geringeren  
Montageaufwand.

Die schréDer GrouP, weltweit mit über 40 unternehmen auf fünf 
kontinenten vertreten, setzte bei der entwicklung der neuen leD- 
straßenbeleuchtung auf die innovation von häusermann. 
Für schréder hat die entwicklung nachhaltiger und verantwortungsvoller 

lösungen, die den energieverbrauch optimieren und Beleuchtungs- 
vorteile schaffen, höchsten stellenwert. Für die entwicklung einer  
neuen straßenbeleuchtung, basierend auf zukunftsweisender leD-
technologie, vertraut das unternehmen auf  hsMtec leiterplatten. 



• Weiße oberfläche für optimierte lichtausbeute

• integrierte kupferprofile sorgen für gezielten Wärmeabtransport über 
 die Biegestelle zum kühlkörper

• thermische Vias unterstützen den Wärmeabtransport

• Mechanisch stabile leD-segmente ersetzen zusätzlichen 
 Montageaufwand

• integrierte kupferprofile übernehmen die elektrische ansteuerung 
 über die Biegestelle

• selbsttragende, flexible segmente erlauben individuelle 
 Veränderung des neigungswinkels

Mit hsMtec konnte die sperrschichttemperatur der leDs um 5°c  
gesenkt werden, wodurch sich die lebensdauer der leDs um 10 % 
verlängert.

„Unsere Herausforderung bestand darin, LEDs in ein vorhandenes 
Leuchtengehäuse zu integrieren und dabei die LED-Optiken so aus-
zurichten, dass die Lichtverteilung gegenüber einer Leuchte mit einer 
Leuchtstofflampe optimiert wird. Gleichzeitig galt es, die Wärme von 
den LEDs optimal abzuleiten, um den Energieverbrauch, verglichen mit 
einer Kompaktleuchtstofflampe um mindestens 25 % zu senken. 
Dies ist uns dank HSMtec und der exzellenten technischen Unterstüt-
zung von Häusermann gelungen! Wir haben in dieser Technologie nicht 
nur die technisch perfekte Lösung gefunden, HSMtec war für uns auch 
die Alternative mit dem größten Kostenvorteil.  

Durch die frühe Einbindung des Häusermann-Teams bereits in unserer 
Konzeptphase konnte das gesamte thermische Design – von der Leiter-
platte bis zum Leuchtengehäuse – gemeinsam optimal abgestimmt 
werden.  Rasch und unkompliziert wurden Prototypen in unterschied-
lichen Varianten hergestellt, begleitet von thermischen Analysen, 
die es uns ermöglichten, die HSMtec-Technologie optimal zu nutzen.  
Unsere Erwartungen an Häusermann als Entwicklungspartner und 
an die mechanische, elektrische und thermische Funktionalität von 
HSMtec haben sich voll erfüllt.“ 

steffen holtz, Projektleiter leD, r-tech, schréder Group G.i.e.

absolute Designfreiheit sorgt für photometrische Flexibilität und in-
novative optik. Jede leD kann durch beliebige einstellungen des 
neigungswinkels individuell ausgerichtet werden. Dadurch ergeben 
sich für den lichtdesigner ungeahnte Möglichkeiten in der gezielten 
ausleuchtung von objekten. hsMtec erreicht die gleiche stabilität wie 
eine separate mechanische aufnahme, sodass sich der neigungswin-
kel der leDs auch bei starker Vibration der leuchte nicht ändert. 
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Bild: schréDer Group G.i.e.



Anwendungsbeispiel 2:  

Motorsteuerungen 
Optimale Verarbeitung mit Standardprozessen – 
12 % Kostenersparnis bei Top-Qualität

Die Firma test-Fuchs hat sich auf die entwicklung, konstruktion und 
Fertigung von (luft-)Fahrzeugkomponenten und Prüfanlagen spezialisiert. 
Bei der entwicklung von Motorsteuerungen setzt test-Fuchs auf die 
neue leiterplattentechnologie von häusermann. aus Überzeugung. und 
aus gutem Grund: hsMtec kann aufgrund des hohen Qualitätsniveaus mit 
den standardisierten Prozessen unkompliziert und wirtschaftlich weiter-
verarbeitet werden. Zusätzlich lässt sich durch die selektive integration 
von kupferprofilen in die leiterplatte im Vergleich zu alternativtechnolo-
gien eine kostenreduktion von über 10 % erzielen.

VerBinDen sie MaxiMale leistunG 
Mit MiniMalen kosten.

„Die Entwicklung einer Motorsteuerung für zwei Gleichstromantriebs-
motoren in einem Gabelstapler stellte uns vor die Herausforderung, An-
steuerungs- und Signalverarbeitungstechnik mit Leistungshalbleitern auf 
einer Leiterplatte zu kombinieren. 
Im Qualitätsvergleich von Musterplatinen verschiedener Hersteller in un-
terschiedlichen Technologien ging HSMtec als klarer Sieger hervor. Es ist 
daher wenig überraschend, dass wir uns für HSMtec entschieden haben, 
denn die zuverlässige Verarbeitung mit unserem Standard-Lötprozess ist 
für uns ein kompromissloses Entscheidungskriterium.“ 
 

andreas strohmer, 
 elektronik-entwicklungsleiter bei test-Fuchs



Anwendungsbeispiel 4:  

Antriebs- und Windtechnik 
13 % Kostenersparnis – 40 % Volumenreduktion

ssB WinD sYsteMs gilt als führender anbieter im Bereich antriebs- 
und Windtechnik. raumsparende technologien spielen bei der realisie-
rung immer leistungsstärkerer anlagen eine entscheidende rolle. ssB 
WinD sYsteMs  setzt daher bei der neuen Generation von antriebs-
steuerungen für rotorblätter auf hsMtec und reduziert dadurch das 
benötigte Volumen um 40 %. Zusätzlich führt die selektive integration 
von kupferprofi len in die leiterplatten zu einer kosteneinsparung von 
mehr als 13 % im Vergleich zu alternativlösungen.

„Durch HSMtec hatten wir die  Möglichkeit, mehr Leistung in ein vor-
handenes Gehäuse zu integrieren. Denn für die Kombination von Hoch-
strom- und Steuerelektronik auf einer Leiterplatte bietet die Technologie 
ideale Voraussetzungen. 
Mit HSMtec lassen sich auch feinste Strukturen,  welche für die Steuer-
elektronik notwendig sind, einfach auf der gleichen Lage mit den Hoch-
stromelementen realisieren.“

Willi Große-Maestrup, 
entwicklungsingenieur ssB WinD sYsteMs 

Anwendungsbeispiel 3:  

LED-Ringbeleuchtung
Freiheit im Design – hervorragende Betreuung

seit mehr als 15 Jahren entwickelt und fertigt die Firma BÜchner 
lichtsYsteMe leD-leuchten für die industrielle Bildverarbeitung und 
automation. Dabei wird großer Wert auf die Qualität der ausführung 
und der optischen eigenschaften gelegt. Bei der entwicklung einer leD-
Beleuchtung für kameras, deren optische achse und somit die richtung 
des lichts gezielt ausgerichtet werden kann, fand das unternehmen in 
hsMtec eine innovative lösung. 

„Die Herausforderung bestand darin,  einen möglichst guten Wärmefl uss 
von den LEDs zum Gehäuse zu realisieren und das trotz stark einge-
schränktem Anteil an Wärme übertragender Fläche. Mit HSMtec konnten 
wir das Problem der lateralen Wärmeleitung im Board sehr gut lösen. Der 
besondere Reiz von HSMtec liegt darin, dass die Platine Wärmeableitung, 
Potentialführung und stabile, aber dennoch biegbare mechanische Ver-
bindungen in einem ermöglicht und dadurch weitere Bauteile und Mon-
tageaufwand ersetzt. 
Während der einjährigen Planungs- und Entstehungsphase erwies sich 
Häusermann als technisch kompetenter Entwicklungspartner. Durch 
den Einstieg in diese neue Leiterplattentechnologie haben wir größere 
Freiheiten im Design gewonnen.“

Dipl.-ing. (Fh) thomas Büchner, 
Geschäftsführung BÜchner lichtsYsteMe Gmbh
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Wir BeGeGnen auFGaBen 
Mit klaren antWorten.
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uiD-nummer: atu 16384400, DVr-nummer: DVr 0404446

complete your visions.

„Die Erfahrung aus den vielen, bereits realisierten Projekten zeigt, dass 
das gemeinsame Ergebnis umso optimaler ist, je früher wir in Ihr Projekt 
eingebunden werden. 
Lassen Sie sich von Anfang an bei der Realisierung Ihrer Vision von uns 
begleiten. Wir unterstützen Sie mit Engagement, mit Kompetenz und mit 
langjähriger Erfahrung. Profi tieren Sie von unserer persönlichen Hilfe-
stellung bei Designfragen, nützen Sie unsere Beratung zur Layouterstellung, 
gehen Sie auf Nummer sicher mit Simulationen von Strombelastbarkeit 
und thermischen Widerständen. 
Unser fl exibles Eingehen auf Anforderungen und individuelle technische 
Beratung machen uns zum starken Partner für Ihr Technologieprojekt.“

ihr team des competence-center hsMtec

Herstellung
Jede mehrlagige standard-
leiterplatte kann mit nur einem 
zusätzlichen arbeitsgang in 
eine hsMtec-Platine verwandelt 
werden. 
Dabei werden mittels etablierter 
ultraschallverbindungstechnik 
große kupferquerschnitte in Form 
von Drähten bzw. Profi len exakt 

an jenen stellen integriert, an denen hohe ströme fl ießen, Wärmeab-
leitung erforderlich ist oder die leiterplatte gebogen werden soll.

Qualität
• 100 % stoffschlüssige Verbindungsstellen
• hsMtec leiterplatten entsprechen der iPc a 600 klasse 2 und 3
• Verfahren qualifi ziert: Din en 60068-2-14; JeDec a 101-a
• auditiert für automotive und luftfahrt
• ul-listung File nr. e72795 für usa und kanada

Leistungsstandards
• Biegeradius bis zu 90° je Biegestelle
• ströme bis 400 ampere
• optimierte Wärmeableitung von hot-spots 
 (z.B. high-Brightness leDs, MosFets)

Über diese Standards hinausgehende Anforderungen klären wir gerne mit Ihnen persönlich ab.
Sie erreichen uns unter +43 2985 2141-9620, hsmtec@haeusermann.at


